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RekO rdJ ah I 2009 Laser & Electronics

AUmsatz steigt um 12 % auf 0 51 Millionen

ADurchbruch der LDS-Technologie in die Massenproduktion von
elektronischen Bauteilen

AEBIT steigt um 125 % auf ( 7 Millionen
AAuftragseingang wéchst um 16 % auf 0 56 Millionen
A Auftragsbestand erhéht sich um 43 % auf (1 15 Millionen

ADividendenvorschlag: G 0,20 pro Aktie
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K om p ete nzen Laser & Electronics

Mikromaterialbearbeitung U
mit dem Laser

L | U

Lasertechnik & || Prazisions- Steuerungs-
Optik antriebs- technik
| technik




Segmente, Markte und m

GeSChaftSfeIder Laser & Electronics
Rapid Schneiden & Fuge- Dunnschicht-
Prototyping Strukturieren technologien technologien

AGLu@ille Elektronikproduktion

entwicklung

Rapid Leiterplatten- . Kunststoff-
Prototyping bearbeitung Stencil MID/LDS schweilen

Photovoltaik



Portfolio
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Laser & Electronics

Rapid PCB
Prototyping

relativer Marktanteil
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Umsatzverteilung nach Segmenten Laser & Electronics

2009: U 50,7 Mio.

Sonstiges

Dinnschicht-
technologien

2008: U 45,4 Mio.

Rapid
Prototyping Sonstiges

Dunnschicht-
technologien

Fuge-
technologien

Rapid
Prototyping
Flge-
technologien

Schneid- &
Strukturierungslaser

Schneid- &
Strukturierungslaser
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Umsatzverteilung nach Regionen Laser & Electronics

2009: U 50,7 Mio.

Sonstige

Deutschland

Asien

Ubriges
Europa

Nordamerika

2008: U 45,4 Mio.

Sonstige

Deutsch-

Asien land

Nordamerika

Ubriges Europa




Umsatzentwicklung _M?

Laser & Electronics

Veranderungen 2007 / 2008 und 2008 / 2009 in Prozent
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Segment Mﬁ

Rap I d PrOtOtyp I n g Laser & Electronics

Ausristung zur Herstellung von
Leiterplatten-Prototypen

Kunden: Universitaten, Schulen, Industrie
Marktposition: ca. 70 % Marktanteil
SA4 Wettbewerb: MITS (J)

Everprecision (TW)
T-Tech (USA) u. a.

strategisches Ziel: Ausbau der Marktflihrerschaft




Segment W

Schneid- & Strukturierungslaser Laser & Electronics

Schneidlaser zur Herstellung von
SMT Siebdruckschablonen (Stencils)

Kunden: Elektronikindustrie
Hersteller von SMT-Schablonen

Marktposition: ca. 70 % Marktanteil

Wettbewerb: TechSource (USA) und andere kleine
Anbieter

strategisches Ziel: Ausbau der Marktflihrerschaft

ErschlieRung neuer Kundengruppen




Segment Mﬁ

Schneid- & Strukturierungslaser Laser & Electronics

Lasersysteme zum Ausschneiden von bestuckten und
unbestlckten Leiterplatten

Kunden: Leiterplattenhersteller
Leiterplattenbestticker

Marktposition: kleiner Anbieter

Wettbewerb: HANGOGS (China), ESI
kleine Anbieter

strategisches Ziel: Vorzugslieferant fiUhrender
Elektronikhersteller

(L



Segment m

Schneid- & Strukturierungslaser Laser & Electronics

Grol3auftrag fir neue Maschine!




Segment Mﬁ

Schneid- & Strukturierungslaser Laser & Electronics

Strukturierungslaser zur Herstellung von dreidimensionalen
, Schaltungstragern mit dem von LPKF patentierten LDS-
Am . Verfahren

b jT Kunden: Hersteller von elektronischen Baugruppen
' und Geréaten

Marktposition: Marktftihrer bei MID-Antennen
Wettbewerb: alternative Verfahren
strategisches Ziel: LPKF-LDS als Standardprozess fir die

Herstellung bestimmter MID-Typen




Hermes Award 2010 Eer& Electronics

Gewinner
HERMES AWARDS 2010

LPRF Laser & Eloctronics AG
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Lizensierte Kunststofflieferanten m
fur das LDS-Verfahren aser & Electrorics
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The Chemical Company
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Innovative

Plastics™ sozalb’la T I C O N A

2% Mitsubishi Engineering-Plastics Corp.


http://corporate.evonik.de/de/index.html
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DaS L DS'Verfah ren Laser & Electronics

1. Spritzguss 2. Laserstrukturierung 3. Metallisierung

In drei Schritten vom
spritzgegossenen Plastikgehause
zum dreidimensionalen
Schaltungstrager




Smartphones mit LDS-Antennen
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Laser & Electronics
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Laser & Electronics

Weitere LDS-Anwendungen




Segment Mﬁ

FUgE'[eChnOmgien Laser & Electronics

g Schweilden von Kunststoffteilen mit dem Laser

Kunden: Automotive
Medizintechnik

Marktposition: Top 3

Wettbewerb: Leister (CH)
Bielomatik (D)
Branson (USA)

E strategisches Ziel: Vorzugslieferant

internationaler Unternehmen
Marktfihrer



Segment
Dlunnschichttechnologien —m

Laser & Electronics

Strukturieren von Dunnschichtsolarzellen und anderen
Materialien mit diinner Beschichtung

TR =

[ 1" | g3 )
- | E4+E=4¢ Kunden: Solarzellenhersteller
| Y[LAL

Marktposition: kleinerer Marktteilnenmer

II.I Wettbewerb: AMAT (USA)
= Oerlikon (CH)
=i Manz (D)
TR strategisches Ziel: Vorstol3 in Top 2 Marktposition
/f/"/’
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Konzernkennzahlen 2009 Laser & Electronics

Umsatz ( Mio. 0) 50,7 45,/
EBIT-Marge (%) 13,7 6,8
Gewinn pro Aktie verwassert (0) 0,43 0,17
ROCE (Return on Capital Employed) % 15,7 7,4
Free Cashflow(Mio. 0) 8,5 5,7
Net Working Capital (Mio. () 20,4 22,5

Nettofinanzschulden () -6,7 0,6

© 2009




Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung _Mﬁ

(in Mio. L,J) Laser & Electronics
‘ 2009 ‘ 2008

Umsatzerlése 50,7 45,4
Bestandsveranderungen -0,8 -0,5
Andere aktivierte Eigenleistungen 27 1,7
Sonstige Ertrage 18 1,3
Materialaufwand 15,0 14,6
Personalaufwand 17,9 17,0
Abschreibungen 3,0 2,6
Sonstige Aufwendungen 11,6 10,6
EBIT 7,0 3,1
Finanzergebnis -0,2 -0,2
Ertragsteuern 2,1 0,6
Konzernjahresltberschuss 4,7 2,3
Minderheitenanteile 0,0 0,5

Konzernergebnis
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Konzernbilanz (in Mio. 0) Laser & Electronics
Aktiva | 2009 | 2008
Langfristige Vermogenswerte
Immaterielle Vermbgenswerte 5,1 4,1
Sachanlagen 13,4 13,7
Sonstige langfristige Vermbgenswerte 1.1 1,0

Kurzfristige Vermogenswerte

Vorrate 14,5 15,1
Forderungen u. sonst. Vermogenswerte 12,8 11,6
Liquide Mittel und Wertpapiere 10,7 6,0

Summe 57,6 51,5
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Konzernbilanz (in Mio. 0) Toscr & Eloctronics
Passiva | 2009 | 2008
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Bankverbindlichkeiten 1,3 3,1
Andere Verbindlichkeiten 11,4 7,8

Langfristige Verbindlichkeiten

Bankverbindlichkeiten 2,8 3,5
Andere Verbindlichkeiten 1,9 1,8
Eigenkapital 40,2 35,3

Eigenkapitalquote 70 % (Vj: 69 %)

ST | 57,6 | 51,5
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Laser & Electronics

Cashflow-Rechnung (in Mio. 0)

‘ 2009 ‘ 2008
Zufluss aus laufender Tatigkeit 11,5 6,4
Abfluss aus Investitionstatigkeit -3,7 -3,5
Abfluss/Zufluss aus Finanzierungstatigkeit -3,4 -0,1
Veranderung Finanzmittelbestand 4.4 2,8
Finanzmittelbestand am 01.01. 6,0 3,0

Finanzmittelbestand am 31.12. 10,3 6,0

© 2009
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Konzernkennzahlen Q1 2010 Laser & Electronics
3 Monate 3 Monate |Veranderung
2010 2009 (%)

Umsatz (Mio. ) 17,6 10,1 74,6 50,7
EBIT (Mio. () 4,3 1,2 2545 7,0
EBIT-Marge (%) 24,4 12,0 13,7
Konzerniberschuss nach 3,2 0,6 4747 4,7
Anteilen Dritter (Mio. )

Net Working Capital (Mio. 0) 22,9 21,8 4,8 20,4
ROCE (%) 9,0 2,8 15,7
EPS, verwassert (0) 0,29 0,05 480,0 0,43
Finanzmittelbestand (Mio. 0) 10,0 5,6 78,2 10,3
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Dle LPKF'Aktle (1 Jah r) Laser & Electronics

B LPKF Laser (XETR&) (in EUR)  E SDAX (Ferf.) (in EUR)
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Quelle: ariva.de
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Erfolgsfaktor Entwicklung Laser & Electronics
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Erfolgsfaktor Entwicklung 2009 Laser & Electronics

AF&E-Quote: 11 %

AF&E-Investitionen: G 5,6 Mio.

AF&E-Anteil an der Belegschaft: 21 %
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Entwicklungsschwerpunkte 2009 Laser & Electronics

AWeiterentwicklung erfolgreicher
Systeme

AAusbau der Softwarebasis

AEntwicklung von
Schltisselkomponenten
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Zweite Generation Fusion 3D Laser & Electronics

A Schnellere Bearbeitung
A Kiirzere Ristzeiten
A GroRere Teilevielfalt




